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株式会社メガチップス 事業概要
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注意事項

本カタログの記載内容は予告なしに変更することがあります。製品のご購⼊やご使⽤に際しては、事前に最新の製品規格または仕様書を当社営業窓⼝にご確認ください。
当社は、本カタログで紹介する製品の商品性、安全性および特定使⽤⽬的への適合性の保証をはじめ、本カタログで提供する情報に関する保証は、黙⽰的にも明⽰的にも、
⼀切致しません。
本カタログに記載の製品のうち、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するものを輸出する場合、同法に基づく輸出許可が必要です。
本カタログに記載の会社名、製品名およびロゴなどは、各社の商標または登録商標です。

株式会社メガチップス 事業概要

メガチップスは、アナログ・デジタル技術をベースに、⾃動⾞・産業・暮らしに貢献しています

メガチップスは、⽇本初のファブレスメーカーとして独創的なLSIを開発しています。
⾃動⾞や医療機器、産業機器、オフィス機器など、⾝の回りのあらゆる“モノ”がネットワークにつながる社会を⾒据えて、
機器開発に不可⽋な製品やソリューションを提供します。

約30年にわたり、お客様の開発パートナーとしてシステムLSIの開発に専念してきたメガチップスは、同時にそれらが搭載され
る最終製品・サービスなどアプリケーション（⽤途）に関する知識も習得してきました。LSIとアプリケーションの両⽅を熟知し、
それらを融合させることで、お客様の課題解決や競争⼒向上に貢献するシステムLSIを⽣み出します。

メガチップスの事業コンセプト

メガチップスがサポートする範囲

⼈々の暮らしから、産業・インフラまで

●設計資産（IP）の活⽤

●市場の技術・設備投資動向を
踏まえた⽣産プロセスの提案

●最適な物理設計・レイアウト

●最適なシステム設計の検討

●技術トレンドに基づく
付加機能の提案

●コスト優位への代替⼿法・
不要機能削除の提案

アプリケーション
知識

LSI知識

テストプロセス
信頼性評価

LSI設計
（下流設計）

LSI設計
（上流設計）

要素
技術開発

市場調査
製品企画

製品管理・品質管理

パッケージング
（後⼯程）

ウェハプロセス
（前⼯程）

WEARABLE
DEVICE

4K 8K

CAMERA
HEMS

FACTORY AUTOMATION

BEMS

SATELLITE

COMMUNICATION
AUTOMOBILE

GAME

ビジネスモデル
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株式会社メガチップス 事業概要
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アナログ・デジタル技術をベースに独創的な製品を創出

メガチップスは、独⾃のコア技術を活⽤してお客様のニーズに応えるとともに、他社製品との差別化を実現する応⽤技術の研究開発

に取り組んでいます。

技術領域

研究開発 提供実績

研 究 開 発 ⽅ 針
独⾃のアナログ・デジタル技術をベースに

システムLSIおよび当該製品を利⽤したソリューションを提供すること

デジタル
技術

デジタル
技術

アナログ
技術

コア技術 LSI開発⼒▶ + ソフトウェア
開発⼒ + ハードウェア

開発⼒ + ネットワーク
対応⼒

コア技術をベースに⾼めてきた開発⼒・対応⼒

約30年にわたる開発経験から豊富なIPを蓄積

エレクトロニクス製品のデジタル化が急速に進み、

当社は、「画像・動画の圧縮技術」や「セキュリティ

技術」でそのデジタル化の進展を⽀えてきました。

現在IoT機器に向けた製品を開発しており、これからも

さらなる進化に貢献します。

アナログ
技術

当社はアナログ技術、特に⾼速インターフェース関連

の独⾃技術を持っており、世界的な⾼速有線通信規格

G.fastや、⾞載向けEthernet PHY等、今後のネットワー

ク社会を⽀えるインフラに寄与する製品開発を⾏って

います。
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楽しく、⼼豊かな時間を。

メガチップスは、独⾃性を備えた⾼機能LSIの開発で、よりよい社会の実現に貢献しています

ゲームや動画、画像、⾳楽といったコンテンツが、
いつでもどこでも臨場感たっぷりに楽しめる時代
になりました。
それらの画像処理やデータ伝送を担っているの
が、私たちのシステムLSIです。

●ゲーム向けLSI
●デジタル⼀眼レフカメラ向けLSI
●ホームネットワーク向けLSI

運転時の負担軽減や交通事故の減少、環境負荷
低減に向けて、コネクテッドカーや⾃動運転⾞、電
気⾃動⾞が登場しています。⾃動⾞のエレクトロ
ニクス化を⽀えるシステムLSIは、現在と未来のス
マートモビリティ社会に⽋かせない存在です。

●⾞載⾼速LAN⽤LSI（Ethernet PHY/Switch)

世界中のモノがインターネットでつながるIoT社
会では、データ収集・通信などの機能を果たすシ
ステムLSIが活躍しています。膨⼤なデータの把握
や分析によって、社会課題の解決や安全で便利な
暮らしにつながる可能性が広がっています。

●⾼速PLC向けLSI
●⾼速有線通信向けアナログフロントエンド

安⼼で快適なスマートモビリティを。

IoTでつながる産業・社会インフラを。



株式会社メガチップス 事業概要

メガチップスは⾃社⼯場をもつメーカーと遜⾊ない⾼品質な製品をお客様にお届けします。

そのために社内の各部⾨と⽣産委託先であるパートナー企業が連携し、合理的で実効性の

⾼いプロセスを構築しています。

メガチップスはアメリカ、台湾に拠点を設置しています。アメリカの事業所は海外の研究開発・マーケティングの中核として機能

し、台湾の事業所では東アジアや中国圏のお客様をサポートしています。

また、台湾では現地のファウンドリの⽣産管理も担っており、テスト⽤ラインを完備するほか、⽇本の技術者が常駐するなど、世

界から信頼される「⽇本のモノづくり品質」を実現しています。

万が⼀不具合品が発⽣した場合は、迅速かつ部⾨横断的に対応するのは勿論のこと、解析委託先、テストサイト、他委託先とも密に

連携し、万全を期してお客様をサポートできる体制を敷いています。

⽇本および海外拠点

フェーズ別各部⾨横断の品質保証体制

品質保証 グローバルネットワーク

ISO認証の取得状況
国際規格「ISO9001」「ISO14001」に準拠したマネジメント体制を構築し、お客様に満⾜いただける製品、サービスを提供すると
共に、地球環境負荷の低減に取り組んでいます。

MegaChips
お客様 ⽣産委託先

営 業 設 計

企画審議会ご要求

ご注⽂ 納期管理

製品開発

デザインレビュー

品質管理

試作評価

試作承認

量産移⾏準備審議会

量産移⾏完了審議会

信頼性評価

試作

品質管理 量産試作

⽣産技術 品質保証

納期管理

品質管理

⽣産管理

製造

出荷品質管理定期信頼性試験

出荷判定納⼊

ご報告

故障解析・原因調査・対策

回答書

開

発

量

産

市

場

不具合発⽣

MegaChips LSI USA Corporation

MegaChips Taiwan

SiTime社本社（⼤阪）
東京事業所
幕張事業所

台湾
信芯股份有限公司
104 台北市中⼭區南京東路⼆段160號6樓612室
TEL：+886-2-2547-1297

⽶国
MegaChips LSI USA Corporation
910E Hamilton Ave. Suite 120, Campbell, CA 95008 U.S.A.
TEL：+1-408-570-0555／FAX：+1-408-570-0567

SiTime社
5451 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 95054 U.S.A.
TEL：+1-408-328-4400／FAX：+1-408-328-4439

●本社
〒532-0003 ⼤阪市淀川区宮原1丁⽬1番1号
新⼤阪阪急ビル
TEL：06-6399-2884（代）／FAX：06-6399-2886

⽇本

●東京事業所
〒102-0082 東京都千代⽥区⼀番町17番地6
⼀番町MSビル
TEL：03-3512-5080（代）／FAX：03-3262-3598

●幕張事業所
〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1丁⽬3番地
幕張テクノガーデンB棟
TEL：043-296-7414（代）／FAX：043-296-3285
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アイデアI/F

仕様書I/F

RTL-I/F

Netlist-I/F

GDS-I/F

アウトソース

ES

タイミング設計 DFT設計
デザインプランニング

Physical-Aware Synthesis

Physical-Aware ECO

PKGピンアサイン/フロアプラン

レイアウト設計 P&R

システムコンサルティング

RTL設計

論理合成

サインオフ検証
タイミングクロージャ/パワー解析/

ゲートシミュレーション/物理解析(DRC/LVS)

P
K
G
設
計
・
P
C
B
サ
ポ
�
ト

アイデア

Netlist

GDS

RTL

仕様

FAB

P K G

TEST

フ
ロ
ン 設
ト
エ 計
ン
ド

バ
ッ 設
ク
エ 計
ン
ド

CPU

MIPI HDMI

DSP

LVDS

GPU

PCI

JPEG

SATA

DDR

Peripheral

Ethernet MAC

USB

⾼速・⾼精度デジアナ信号処理 低消費電⼒アナログ 超⾼速デジタル通信伝送
アナログフロントエンド

●⾼速・⾼精度ADC/DAC
●Wide Range PGA

●⾼精度線形IAMP
●低消費・⾼性能Filter

アナログコンポーネント
●超低消費逐次ADC
● All Digital PLL

● LDO
● DC/DC

SerDes
●⾼周波、低ジッタPLL
●受送信Equalizer
●⾼速⾼精度CDR

●超⾼速低消費ロジック
● PON SerDes

独創的なアルゴリズム/アーキテクチャをベースとしたシステムLSI

LSIとシステムの知識を併せ持つ技術者が、お客様のシステム機器に必要とされる様々な機能を1チップ（システムLSI）に集積して、

お客様の課題に最適なソリューションを提案します。お客様の「機器の⾼性能化」と「コストパフォーマンスの向上」を実現するととも

に、お客様に密着したサービスを提供します。

Opt.ASIC

最適化ASICを安価な開発費で実現

Pin2(DI/DO)削除 LED Driver追加 外部LDO利⽤

LDO

LDO

C/Q

LDO

LED Drv

C/Q

CPU I/F

Pin 2 C/QPin 2

ADC,DACなどアナログ部品を集約
センサーデバイスの⼩型化を実現
細⻑パッケージ採⽤によりプリント
基板設計の負荷低減にも貢献

CPU,ユーザーロジック部も集約
⾼次元での集積化を実現

豊富なパッケージラインナップ

お客様の開発製品に対応する、様々なパッケージを⽤意しています。

●低コスト、低熱抵抗、⾼集積化、⼩型化のノウハウ蓄積と豊富な経験
●ユーザー基板まで含むSI/PI解析サポート、筐体込の熱解析サポート

ソリューション提供型のASICサービス

メガチップスは、画像・⾳声・通信分野における⾼い技術を駆使して、独創的な製品を開発・提供します。

製品の仕様策定や論理設計から物理設計、⽣産、品質まで⼀貫したサポート体制を構築し、お客様のニーズに迅速にお応えします。

ASIC業界のパイオニアである当社は、創業以来お客様の開発パートナーとしてシステムLSIの研究開発に専念してきました。

そのなかで培った独創的な技術とソリューションの提供を通じて、お客様の課題解決や競争⼒向上を実現し、ビジネスの成功に貢献

することを⽬指しています。

●創業以来約30年、半導体ファブレスメーカーとして⽣産委託先様と強固なパートナー関係を構築。
●製造する製品の特徴・機能に合わせて、国内外の最適なファブを選択可能。
●⽣産委託先と連携した厳格な品質保証体制のもと、⾼品質な製品供給を実現。

●アプリケーション 光電・近接センサ、アクチュエータ、ライトカーテン、表⽰灯 など

先端のソリューション 適切なプロジェクト管理 コスト削減
世界のIP/

ファウンドリへのアクセス 開発期間の短縮 リスク低減

私たちが
提供する価値
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私たちのミッションはお客様の競争力の実現です。

ASICサービス

伝送路協調解析 パッケージ

SiP/PoPラインナップ

LSI/PKG/PCB全体を
最適化させる協調解析

⾼精度熱解析

LSI/PKG/PCB/筺体を含む
⾼精度熱解析

LQFP/TQFP/QFP Exposed LQFP/TQFP Exposed VQFN aQFN

BGA HSBGA

HFC-BGA FC-BGA

Side by Side Chip Stack QFP Chip Stack QFN/aQFNPackage on Package

LF/TF/VF BGA

新たなアプローチのASICサービス

お客様のご要望に応じて、新たなアプローチによるASICサービスに取り組んでいます。

詳細につきましては、営業担当者までお問い合わせください。

1. FPGAからのASICコンバージョンサービス 3. 画像処理、画像認識の要素技術を活かしたASICサービス
2. Display/ProjectorのBridgeに最適なASICサービス 4. 成熟したプロセスで開発費を抑えたPetit ASICシリーズ

IO-LinkDevice Transceiver ASIC

メガチップスは、IO-Link Specificationに準拠したDevice Transceiver IPを保有しています。

アナログ設計技術、豊富なSoC開発経験を活かして、アナログフロントエンド、CPUなどを1Chip化したASICが開発可能です。

IO-Link対応製品の『⼩型化』『コストダウン』『安定調達』に貢献します。

CPU

Analog ASIC

User Logic

IO-Link IPAFE

CPU

IO-Link IP

AFE

SiP ASIC
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主な特徴

⾞載向けLSI - Ethernet products

⼀対のUTPケーブルで100Mbpsの全⼆重通信が可能です。
軽量かつローコストのワイヤハーネスで⾼速通信が実現できます。

⾞載要求に⾒合った低消費電⼒で動作します。
微⼩な消費電流で待機するスリープモードを備えています。

⾞載品質規格に準拠した品質を保証します。

WAKE

TRXP

DIS_RWU

INH

XOUT

VDA11VDD11VDD33GND

XIN

TRXN

VBAT33

100BASE-T1準拠の100Mbps Ethernet PHY（MAAE1003S）を⽇本メーカーとして初めて開発しました。

これからの⾃動運転等に求められる⾼信頼かつ⾼速・⼤容量通信を⽀える⾞載Ethernet PHYを実現しました。

100BASE-T1規格準拠Ethernet PHY1

2 低消費電⼒

3 ⾞載品質規格AEC-Q100準拠

TXD[3:0]
TX_EN
TX_ER
TX_CLK
RXD[3:0]
RX_DV
RX_ER
RX_CLK

MDIO
MDC

INTN

RSTN

MII/RMII/
RGMII

Interface

PCS
TX

PCS
PX

PMA
TX

PMA
RX

MDI
Interface

Signal
DetectorManagement

Registers

Interrupt
Controller

Reset
Controller LDO Clock

Sleep
Wake-up
Controller

100BASE-T1準拠 Ethernet PHY
MAAE1003Sの仕様

仕様

⾞載品質

動作温度（Ta）

パッケージ

通信速度

MAC I/F

診断・フェイルセーフ100BASE-T1 準拠 Ethernet PHY（1ポート）

AEC-Q100準拠

−40 ~ +125℃

100Mbps

MII, RMII, RGMII

MDIOタイムアウト検出
各種ループバック

QFN36pin（6mmx6mm）

電源

省電⼒

ESD

MDI

第三者認証

3.3 V 単⼀（RGMII 2.5V使⽤時は 2.5V電源必要）

スリープモード
Remote wake-up
外部電源制御対応 (INH)

HBM: 6 KV (MDIピン), 2KV (その他)
CDM: 500V

UNH/FTZ：認証済み
C&S：認証予定

UTPケーブル 15mまで対応
（MAAE1003S同⼠であれば25mまで）

MAAE1003Sの評価環境

⾞載Ethernet製品ロードマップ

お客様が開発を⾏うにあたり、リファレンスボード

およびサンプルドライバソフトウェアを合わせて

準備しました。これらを活⽤することにより、直ち

に評価・開発を開始していただけます。

●ドーターカード形式の⼩型PHYボード
● Linux⽤サンプルドライバを提供

10Mbps PHY
10Base-T1L/1S

Ethernet
TSN Switch

Multigigabit
Ethernet PHY
(2.5/5/10Gbps)

100Mbps PHY
100Base-T1

FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022

MAAE1003S
MP

MAAE1003S
CS

AFE Sample
With FPGA

ES CS

FPGA Sample

MAAE1003S
(ES ready)

Under
Planning

Under
Planning

E S：Engineering Sample
CS：Qualified Sample
MP：Mass-Production

MAAE1003S
With MEMS OSC

次世代の⾞両内通信に求められる
⾼速・⼤容量化と信頼性を両⽴

ES CS



主な特徴・機能

⽤途に応じた2⽅式を提供

製品仕様

PLC
PHY

ARM
946E-S

GPIO

Serial
Flash

UART

Analog
Front
End

BlueChip Plus

1.2, 3.3 V
31.25 MHz Xtal

Serial
Bridge

PLC method

CPU

System clock

2〜28 MHz

Wavelet OFDM

IEEE 1901 full compliant

240 Mbps

Reed-Solomon, LDPC-CC

ARM946E-S
16 kbyte Instruction cache

125 MHz

GPIO, UART

0.4 W（Typ.）（w/o SDRAM）

0.07 W（w/o SDRAM）

1.2, 3.3 V

AES-128 bit

−40〜+105℃

TQFP 144pin 16 x 16mm (KL5BPLC2x0WMP)
LBGA 238pin 18 x 15mm (MLKHN150xAM)

Peripheral I/F

Supply voltage

Operating Case Temperature range (Tc)

Modulation

PHY/MAC

PHY rate

Error correction

Frequency band

Package

Encryption

Ether
MAC

SDRAM
Controller

Memory
ControllerSDRAM

Ether
PHY

Full access

Power save
mode

PLCMAC

通信⽤LSI - BlueChip Plus

BlueChip PlusシリーズはIEEE 1901に準拠したインフラストラクチャー向け⾼速有線通信LSIです。施設内に敷設されたツイストペア線、

同軸線、電⼒線などを⽤いながら、IoT時代に必要となる⾼速な有線ネットワークの構築が可能です。ビルディングオートメーション、

スマートグリッド、スマートホームといった先進的なアプリケーションにおいて信頼性の⾼い通信ソリューションをご提供します。

監視カメラやサイネージなど画像を⽤いた⽤途に最適な“BlueChip Plus Complete”と、照明や空調におけるセンシングや機器制御に

最適な“BlueChip Plus Multi-Hop”の2⽅式をご⽤意しています。

- Ready-to-use Hardware (Dolphin)

- Software and Utility Tools

- Documents:
* Quick Start Guide
* Software, Hardware, System
development guideline
* Reference Design (schema, layout)
* LSI datasheet

- Firmware

- ROM image generation Tool

- Documents:
* Firmware development guideline
* Production guideline

EVK Contents: SDK Contents:

※シリアル/Ethernetブリッジ連結に対応

主な機能

●任意の端末からネットワーク全体を管理
●任意の端末を⼀括設定
●ネットワークトポロジーの表⽰
●送受信PHYレートの取得・表⽰
●送信統計情報の取得
●CINR取得・表⽰
●AGC Gain取得・表⽰

BlueChip Plusを⽤いた製品開発・評価・検証を⾏うための各種ツールを提供します。

Evaluation and Development Kit1

⼤規模なネットワーク構成の管理性を向上させるメンテナンス⽤アプリケーションです。

メンテナンス⽤アプリケーション“BCP Network Manager”2

Ready-to-use Hardware (Dolphin)

ղ ૾�ෆ�

IEEE 1901完全準拠の低消費電⼒ブロードバンドPLC通信⽤LSI1

2 多様な配線に対応し、優れたノイズ耐性と⾼品質優先制御（QoS）を実現

3 最⼤伝送速度（PHY Rate）は240Mbpsの⾼速通信を実現

4 77ノード（マルチホップ⾮対応）または1024ノード（マルチホップ対応）までの多数台ネットワークを構築

5 IPv4・IPv6に対応し、インターネットを介した機器制御等に最適なソリューションを提供
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BPF

LPF
Line Driver

Anyw
ire

Com
m
unication

line
(tw
isted

pair,coaxial,pow
erline

etc.)

Terminal

Terminal

TerminalTerminal

Master

PLC network
(act like L2 bridge)

● IEEE1901（PHY & MAC）
●Max 95Mbp（s UDP）
●1 hopping/64 nodes

BlueChip Plus Complete
（Without Multi-Hop）

Terminal

Terminal

TerminalTerminal

Master

PLC network
(act like L2 bridge)

● IEEE1901（PHY & MAC）
ITU-T G.9905（routing）

●Max 35Mbp（s UDP）
●10 hopping/1024 nodes

BlueChip Plus Multi-Hop

Power consumption



主な特徴

アプリケーション例

⾼精度1

2 ⾼信頼性

3 ⼩サイズ

4 低消費電⼒

5 ⾼耐衝撃性

6 スケーラビリティ

7 多機能

8 短納期

独⾃の周波数変換回路（PLL）により、低ジッタ（EliteTM DE XO 0.23 ps）で
⾼い発振精度を実現。

⽔晶発振器に⽐べ経年変化が少なく、幅広い環境温度で使⽤可能
これまでの平均不良率は0.58 PPM（⽔晶発振器の1/30程度）。

発振開始時の波形が安定しており、システム起動時の消費電⼒を抑制。
32kHz発振器ではTypical 1uA以下、MHz発振器ではTypical 60uA程度と世界最⼩の消費電⼒。

MEMS振動⼦⾃体が微⼩で、振動・衝撃の影響を受けにくい。

kHz帯、MHz帯の両⽅の製品で、世界最⼩
約1.5×0.8mm（約1.2mm2）の極⼩サイズを実現。

1Hzから725MHzまで幅広い周波数に柔軟に対応。※ ※対応範囲は製品により変動します。
不要輻射対策として有効なSS（Spread Spectrum）付きの製品や差動出⼒の製品もラインナップ。

⼈⼯⽔晶からカッティングして作る⽔晶製品に対し、⼀般的なCMOS ICを作る⼯程に近いMEMS発振器は、
⼤量⽣産に適しており、量産の拡張性が⾼く、安定した品質を実現。

評価⽤サンプルはオーダー受領後7⽇、通常量産時はオーダー受領後4週間程度で出荷。
（量産の緊急時は2週間程度で出荷）

Ultra-small &μPower Oscillators

1.5×0.8mm

MEMS

0 5mm

0
5m
m

メガチップスのグループ会社であるSiTimeは、Robert Bosch（ロバート・ボッシュ）から

独⽴した企業で、Boschが有する信頼性の⾼いMEMS製造技術を受け継ぎ、MEMS振

動⼦を開発、既存のタイミングデバイスを凌駕する⾼信頼性や周波数安定性など、

優れた特性を実現しています。また、同様に⾃社内で開発する⾼性能のアナログ

CMOS ICと組み合わせることにより、お客様のニーズに最適化された、⾼性能のタイ

ミングデバイス製品を提供しています。その⼩サイズの優位性とスケーラビリティ

（量産の拡張性）の⾼さとも相まって、世界中で採⽤されています。

⼩型、低消費電⼒が求められるウェア

ラブル・IoT機器や、⾼精度がキーとな

る電波基地局など、多様な⽤途に最

適な製品をラインナップしています。

モバイル・ウェアラブルデバイス
Smallest Size, Lowest Power,
XTAL Replacement

⺠⽣機器
Best Cost, Shortest Lead Time,
Smallest Size, Low Power

クラウド・ビッグデータ
Up to 625 MHz, ±10 PPM Stability,
Ultra Resilient, Shortest Lead Time

データ通信インフラ
Up to 625 MHz, ±2.5 PPM,
High Temp, Ultra Reliable

産業機器
High Temp, EMI Reduction,
50,000 g Shock, 70 g Vibration

⾃動⾞
AEC-Q100, Best Quality,
32 kHz to 137 MHz

Quartz

⽔晶デバイスからシリコンデバイスの時代へ
製品ラインナップ

SiTime Base
Part No.

μPower 32 kHz Solutions & TCXOs | Replace XTAL, XO, or TCXO | Drive two or more loads | Smallest size

μPower Oscillators & TCXOs | Lowest power | Drive two or more loads | Smallest size | Lightest weight

Low-Power Oscillators | Best reliability | Pin compatible QFN or SOT23 for best solder joint reliability

Low-Jitter Oscillators | Best reliability | 0.1 ppb/g (g-sensitivity, vibration immunity)

High-Temperature & Automotive Oscillators | Best reliability | 0.1 ppb/g (g-sensitivity, vibration immunity)

VCXO |±25 to±3200 ppm pull range | <1% linearity | Best reliability | 0.1 ppb/g (g-sensitivity, vibration immunity)

DCXO (In-System Programmable) | Digital pull for lowest noise | Up to±3200 ppm pull range, 5 ppt pull resolution | <1% linearity

SSXO (Spread Spectrum Oscillators) | ±0.125 to±2.0% center spread | -0.25% to -4.0% down spread | Lowest cycle-cycle jitter

TCXO/VCTCXO/DCTCXO | ±6.25 to±3200 ppm pull range | 5 ppt resolution frequency control | Best reliability | 0.1 ppb/g (g-sensitivity, vibration immunity)

Output
Freq.

Frequency
Stability（ppm）

Supply
Volt（. V）

Supply Current
（Typical）

Packages
（mm×mm）

Output
Logic Features

SiT1532/33

SiT1572

SiT1630

SiT1552
TCXO

SiT1566/68
Super-TCXO

SiT1534

SiT1569

SiT1576
Super-TCXO

SiT1579

SiT1602,
SiT8008/09

SiT2001/02

SiT1618,
SiT8918/19

SiT8920/21
SiT8924/25
SiT2020/21,
SiT2024/25

SiT5356/57
Super-TCXO**
SiT5358/59
Super-TCXO**
SiT5155/56/57
Super-TCXO**

SiT2018/19

SiT9365/66/67**

SiT9120/21/22

SiT8208/09

SiT9025

SiT9386/87**

SiT3372/73**

SiT3807/08/09

SiT3521/22**

SiT3907

SiT9005

SiT9002

SiT5021/22

SiT8021

*Field programmable with Time Machine II programmer **Elite Platform products with DualMEMS™ technology for best dynamic performance
All products are available in -40 to +85°C unless otherwise noted © July 2018 SiTime Corp, a MegaChips Company. Subject to change without notice www.sitime.com

32.768 kHz

75, 100, 250 over temp

±50

75, 100, 150 over temp

±5,±10, ±20

±3,±5 all inclusive

0.90μA

4.5μA

1.0μA

0.99μA

1508, 2012

1508

2012, SOT23-5

1508
4.5μA

NanoDrive,
LVCMOS

LVCMOS

LVCMOS

NanoDrive,
LVCMOS

LVCMOS

1.2 to 3.63

1.62 to 3.63

1.5 to 3.63

1.5 to 3.63

1.62 to 3.63,
1.8

Smallest XO

Smallest XO

−40 to +105°C

LVCMOS

LVPECL, LVDS

LVCMOS

FP*

−40 to +105°C

Smallest TCXO

2.5 ns rms
phase jitter

75, 100, 250 over temp

±50

±5 all inclusive

±50

±100

0.90μA

2.0μA (100 kHz)

8.0μA (100 kHz)

8.0μA (100 kHz)

76 to 89mA

54 to 69mA

29 to 36mA
(10μA stby)

3225, 5032, 7050

SOT23-5

2016, 2520, 3225

3225, 7050

3225, 5032, 7050

2520, 3225, 5032,
7050

2016, 2520, 3225,
5032, 7050

SOT23-5

2016, 2520, 3225,
5032, 7050

0.21 ps rms
phase jitter

FP*
−40 to +125°C

FP*
−55 to +125°C

EMI reduction
−55 to +125℃

0.5 ps rms
phase jitter, FP*

0.5/0.6 ps rms
phase jitter,
FP*

1508, 2012

1508

60 to 280μA
(0.7μA stby)

3.1 to 5.5 mA
(0.6 - 1.0μA stby)
3.6 to 5.4 mA
(1.0μA stby)

2016, 2520, 3225,
5032, 7050

SOT23-5

NanoDrive,
LVCMOS

LVPECL, LVDS,
HCSL

LVPECL, LVDS,
HCLS

LVPECL, LVDS,
HCLS

0.21 ps rms
phase jitter

I2C, 1 ppb/°C slope,
0 to +70°C

I2C programmable,
0.21 ps rms phase jitter

I2C programmable,
1 ppb/°C slope,
0 to +70°C,
−40 to +105°C
0.6 ps rms
phase jitter

0.5 ps rms
phase jitter, FP*

LVCMOS

1.2 to 3.63

1.62 to 3.63

1.62 to 3.63

1.62 to 3.63

1.8, 2.5 to 3.3

±10, ±20, ±25, ±50

±0.05

±0.1, ±0.2, ±0.25 40 to 45mA

±0.5, ±1, ±2.5

±20, ±25, ±50

±10, ±25, ±50

2.5 to 3.3

1.8, 2.5 to 3.3

70 to 82mA

32mA

5032

3225, 5032, 7050

±5

2.5 to 3.3

2.5 to 3.3

1.8,
2.5 to 3.3

1.8,
2.5 to 3.3

2.5, 2.8,
3.0, 3.3

2.5, 3.3,
2.25 to 3.63

LVCMOS

LVCMOS

LVPECL, LVDS,
HCLS

LVCMOS

Smallest SSXO,
FP*

FP*

±20,±25, ±50

±25, ±50

1.8,
2.5 to 3.3

1.8, 2.5, 3.3

4.0 to 5.6 mA

48 to 75mA

2016, 2520, 3225
(SiT9003 for 5032, 7050)

5032, 7050 LVPECL, CML
LVDS, HCSL

LVCMOS

2.5, 2.8,
3.0, 3.3

1.8,
2.5 to 3.3

±20, ±25, ±50 1.8, 2.5 to 3.3

Smallest XO

Smallest XO

Smallest XO,
2.5 ns rms
phase jitter

Smallest XO

1 Hz to 32.768 kHz

1 Hz to 462.5 kHz

1 Hz to 2.5 MHz

1MHz to 137 MHz

1 Hz to 2.5 MHz

1MHz to 26 MHz

1MHz to 725 MHz

1MHz to 625 MHz

1MHz to 220 MHz

1MHz to 150 MHz

1MHz to 725 MHz

±25, ±50

±20, ±25, ±50 70 to 89mA

1MHz to 725 MHz

1MHz to 220 MHz

1MHz to 220 MHz

±15, ±25, ±30, ±50 2.5 to 3.3

29 to 34mA
(10 to 70μA stby)

76 to 92mA

55 to 69mA

5032

3225, 5032, 7050

LVCMOS,
Clipped
Sinewave

LVPECL, LVDS

2520, 3225, 5032,
7050

3225, 5032, 7050

±10, ±25, ±50

1MHz to 220 MHz

1MHz to 625 MHz

1MHz to 725 MHz

1MHz to 220 MHz

1MHz to 141 MHz

1MHz to 220 MHz

1MHz to 137 MHz ±20, ±25, ±30, ±50
3.6 to 5.4 mA
(1.0μA stby)

0.6 to 7.9 mA
(0.7 to 2.6 μA stby)
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MEMSタイミングデバイス
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